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Kompetenzen des »Technology on Demand Lab«

Zu den Kompetenzfeldern des »Technology on Demand  

Labs« gehört nicht nur die Verknüpfung unterschiedlicher 

Fachdisziplinen (Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik 

etc.), sondern auch die Nutzung und Kombination 

verschiedenster Fertigungstechnologien (Lasersintern, 

Wasserschneiden etc.). Hervorzuheben sind dabei sowohl 

die Herstellung eigener Elektronikkomponenten in der SMD-

Platinen-Fertigung, als auch die Nutzung eines 3D-Druckers 

zur Anfertigung geometrisch anspruchsvoller Bauteile. Proto-

typen können so gemeinsam mit Ihnen entwickelt und direkt 

im Anschluss in unserem Institut gefertigt werden, sodass 

Herstellungskosten gesenkt und Realisierungszeiten minimiert 

werden. Die Begleitung Ihres Projekts erfolgt dabei nach den 

Phasen des V-Modells. 
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Das »Technology on Demand Lab« des Fraunhofer IML ermögl icht e ine eff iz iente,  kostengünst ige und in-

div iduel le Fert igung von Prototypen und Kle inser ien unter Verwendung neuester Technologien.  

Wir  begle i ten S ie von der Idee des Projekts bis  zur Fert igste l lung und lassen Erfahrungswerte aus  

langjähr iger anwendungsor ient ierter  Forschung mit  in die Umsetzung einf l ießen. 

Ein Projekt im »Technology on Demand Lab« ist aktuell die 

Optimierung der Greiftechnik für Robotertechnologien; ein 

bereits erfolgreich abgeschlossenes Projekt ist die Entwicklung 

und Fertigung des kleinskaligen, autonomen Flurförderfahr-

zeugs LOCATIVE. 

Bei diesem Fahrzeug können Chassis, Lastaufnahmemittel, 

Steuerung und Kommunikation beliebig gewählt und durch 

Nutzung der unterschiedlichen Kompetenzfelder des »Tech-

nology on Demand Labs« hergestellt werden. Chassis und 

Lastaufnahmemittel werden auf der Wasserschneidanlage des 

Fraunhofer IML ausgeschnitten und anschließend verschweißt; 

Gehäuse im Lasersinterverfahren aus Kunststoff hergestellt 

und lackiert. Auch die Steuerung, die über eine Platine mit 

32-Bit-Mikrocontroller erfolgt, wird eigens in der SMD-

Platinen-Fertigung gefertigt. Nur durch die Zusammenarbeit 

der unterschiedlichen Fachdisziplinen des »Technology on 

Demand Labs« kann das LOCATIVE individuellen Ansprüchen 

in einem logistischen Prozess gerecht werden. 

Nutzen auch Sie die Vorteile von »Technology on Demand« 

und lassen Sie sich bei der Entwicklung effizienter und einzig-

artiger Lösungen durch unser Institut unterstützen.

Technische Daten des 3D-Druckers 

•• Bauraum von 340 x 340 x 620 mm

•• Herstellungsgeschwindigkeit von bis zu 31 mm/h

•• Schichtdicken 0,06 mm und 0,12 mm

•• voll funktionsfähige Kunststoffbauteile

•• direkte Herstellung von Serien, Ersatzteilen, 

Funktionsprototypen und Modellen für Fein-  

oder Vakuumguss

•• keine Stützkonstruktionen erforderlich

Ablauf SMD-Platinen-Fertigung

•• Anfertigung der Platine unter Verwendung 

eines vollautomatisierten Fräsbohrplotters mit 

automatischem Werkzeugwechsel

•• Bearbeitung mit Lötpaste und Deckschicht durch 

einen Polymer-Schablonendrucker

•• Auflöten der SMD-Bauteile mithilfe eines 

Reflowofens, zuvor Setzung der Bauteile durch  

eine halbautomatische Pick & Place-Einheit

•• Möglichkeit zur weiteren manuellen Bearbeitung 
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